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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体に挿入される挿入部と、この挿入部に設けられた撮像部とを備える内視鏡装置で
あって、
　前記撮像部が、
　前記被検体からの反射光を光電変換するための固体撮像素子と、
　この固体撮像素子の周辺の温度を検出する温度検出手段と、
　前記固体撮像素子に電気的に接続された回路基板と、
　この回路基板に設けられた電子部品のうち、発熱量の多い高温発熱部品と、を備え、
　前記温度検出手段は、前記撮像部内において、前記固体撮像素子と前記高温発熱部品と
の間で、且つ、前記高温発熱部品と離隔した領域に設けられ、
　前記回路基板が、前記固体撮像素子の後方において、前記挿入部の長さ方向と交差する
方向に向けられており、
　前記回路基板が、前記固体撮像素子の側に向けられた一方の主面を備え、
　前記温度検出手段が、前記一方の主面に実装されている
ことを特徴とする内視鏡装置。
【請求項２】
　被検体に挿入される挿入部と、この挿入部に設けられた撮像部とを備える内視鏡装置で
あって、
　前記撮像部が、
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　前記被検体からの反射光を光電変換するための固体撮像素子と、
　この固体撮像素子の周辺の温度を検出する温度検出手段と、
　前記固体撮像素子に電気的に接続された回路基板と、
　この回路基板に設けられた電子部品のうち、発熱量の多い高温発熱部品と、を備え、
　前記温度検出手段は、前記撮像部内において、前記固体撮像素子と前記高温発熱部品と
の間で、且つ、前記高温発熱部品と離隔した領域に設けられ、
　前記回路基板が、前記固体撮像素子の後方において、前記挿入部の長さ方向と交差する
方向に向けられており、
　前記回路基板が、前記固体撮像素子の側に向けられた一方の主面と、この一方の主面の
反対側に配された他方の主面とを備え、
　前記高温発熱部品が、前記他方の主面に実装されている
ことを特徴とする内視鏡装置。
【請求項３】
　前記回路基板が、前記長さ方向と交差する方向に複数設けられており、
　前記温度検出手段が、前記一方の主面に実装され、
　前記高温発熱部品が、前記温度検出手段が実装された回路基板よりも、前記固体撮像素
子に対して遠い側に配された回路基板の一方の主面または他方の主面に実装されているこ
とを特徴とする請求項１または請求項２に記載の内視鏡装置。
【請求項４】
　被検体に挿入される挿入部と、この挿入部に設けられた撮像部とを備える内視鏡装置で
あって、
　前記撮像部が、
　前記被検体からの反射光を光電変換するための固体撮像素子と、
　この固体撮像素子の周辺の温度を検出する温度検出手段と、
　前記固体撮像素子に電気的に接続された回路基板と、
　この回路基板に設けられた電子部品のうち、発熱量の多い高温発熱部品と、を備え、
　前記温度検出手段は、前記撮像部内において、前記固体撮像素子と前記高温発熱部品と
の間で、且つ、前記高温発熱部品と離隔した領域に設けられ、
　前記回路基板が、前記固体撮像素子の後方において、前記挿入部の長さ方向に沿って設
けられており、
　前記温度検出手段が、前記回路基板のうち、前記固体撮像素子に近い側に配された近接
領域に実装され、
　前記高温発熱部品が、前記回路基板のうち、前記近接領域よりも前記固体撮像素子に対
して遠い側に配された離隔領域に実装されている
ことを特徴とする内視鏡装置。
【請求項５】
　前記回路基板が複数設けられ、前記固体撮像素子の後方において、前記挿入部の長さ方
向に沿って対向して配されており、
　前記温度検出手段は、一の回路基板のうち前記固体撮像素子に近い側に配された近接領
域に実装され、
　前記高温発熱部品は、他の回路基板のうち前記近接領域よりも前記固体撮像素子に対し
て遠い側に配された離隔領域に実装されている
ことを特徴とする請求項４に記載の内視鏡装置。
【請求項６】
　被検体に挿入される挿入部と、この挿入部に設けられた撮像部とを備える内視鏡装置で
あって、
　前記撮像部が、
　前記被検体からの反射光を光電変換するための固体撮像素子と、
　この固体撮像素子の周辺の温度を検出する温度検出手段と、
　前記固体撮像素子に電気的に接続された回路基板と、
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　この回路基板に設けられた電子部品のうち、発熱量の多い高温発熱部品と、を備え、
　前記温度検出手段は、前記撮像部内において、前記固体撮像素子と前記高温発熱部品と
の間で、且つ、前記高温発熱部品と離隔した領域に設けられ、
　前記回路基板は、前記固体撮像素子の後方において、前記挿入部の長さ方向と交差する
方向に向けられるとともに、前記温度検出手段と前記高温発熱部品とを熱的に遮断するた
めに、前記温度検出手段と前記高温発熱部品との間に設けられていることを特徴とする内
視鏡装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被検体を観察するための内視鏡装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、医療分野や工業分野などの様々な分野において、被検体に挿入される挿入部と、
この挿入部に設けられた撮像部と、を備える種々の内視鏡装置が利用されている（例えば
、特許文献１参照。）。撮像部は、被検体からの反射光を光電変換するための固体撮像素
子と、この固体撮像素子に電気的に接続された回路基板とを備えているのが一般的である
。
　これら内視鏡装置の中には、撮像部の周辺に、固体撮像素子の周辺の温度を検出するた
めの温度検出手段が設けられているものがある。これにより、例えば使用直後のエンジン
の検査などのように、高温環境の下で内視鏡装置が使用される場合に、熱に弱い固体撮像
素子の周辺の温度を検出することができ、前記周辺の温度が固体撮像素子を適正に動作さ
せるための許容温度を越えないように、操作者に知らしめることができる。
【特許文献１】特開２００２－３０１０１２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、上記のような内視鏡装置では、回路基板に実装され発熱量の多い高温発
熱部品からの熱の影響が考慮されておらず、固体撮像素子の周辺の温度を精度よく検出す
ることができないという問題がある。また、撮像部の周辺に温度検出手段を設けることに
より、挿入部の径が大きくなってしまうという問題がある。
【０００４】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであって、固体撮像素子の周辺の温度
を高精度に検出することができるだけでなく、挿入部の細径化を容易にすることができる
内視鏡装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決するために、本発明は以下の手段を提供する。
　本発明に係る内視鏡装置は、被検体に挿入される挿入部と、この挿入部に設けられた撮
像部とを備える内視鏡装置であって、前記撮像部が、前記被検体からの反射光を光電変換
するための固体撮像素子と、この固体撮像素子の周辺の温度を検出する温度検出手段と、
前記固体撮像素子に電気的に接続された回路基板と、この回路基板に設けられた電子部品
のうち、発熱量の多い高温発熱部品と、を備え、前記温度検出手段は、前記撮像部内にお
いて、前記固体撮像素子と前記高温発熱部品との間で、且つ、前記高温発熱部品と離隔し
た領域に設けられ、前記回路基板が、前記固体撮像素子の後方において、前記挿入部の長
さ方向と交差する方向に向けられており、前記回路基板が、前記固体撮像素子の側に向け
られた一方の主面を備え、前記温度検出手段が、前記一方の主面に実装されていることを
特徴とする。
【０００６】
　この発明に係る内視鏡装置においては、温度検出手段が、撮像部内において、固体撮像
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素子と高温発熱部品との間に設けられていることから、温度検出手段を、固体撮像素子に
近接させるとともに、高温発熱部品から離隔させることができる。そのため、温度検出手
段に対する高温発熱部品からの熱の影響を小さくすることができる。また、温度検出手段
が、撮像部内に設けられていることから、撮像部近傍における挿入部の径を小さくするこ
とができる。
　また、この発明に係る内視鏡装置においては、温度検出手段が一方の主面に実装される
。そのため、温度検出手段を固体撮像素子に近接させることができるだけでなく、温度検
出手段の撮像部内での位置のばらつきを抑制することができる。これにより、検出結果の
製品ごとのばらつきを抑え、品質を向上させることができるだけでなく、挿入部の組み立
てを安定的かつ容易に行うことができる。
【０００９】
　本発明に係る内視鏡装置は、被検体に挿入される挿入部と、この挿入部に設けられた撮
像部とを備える内視鏡装置であって、前記撮像部が、前記被検体からの反射光を光電変換
するための固体撮像素子と、この固体撮像素子の周辺の温度を検出する温度検出手段と、
前記固体撮像素子に電気的に接続された回路基板と、この回路基板に設けられた電子部品
のうち、発熱量の多い高温発熱部品と、を備え、前記温度検出手段は、前記撮像部内にお
いて、前記固体撮像素子と前記高温発熱部品との間で、且つ、前記高温発熱部品と離隔し
た領域に設けられ、前記回路基板が、前記固体撮像素子の後方において、前記挿入部の長
さ方向と交差する方向に向けられており、前記回路基板が、前記固体撮像素子の側に向け
られた一方の主面と、この一方の主面の反対側に配された他方の主面とを備え、前記高温
発熱部品が、前記他方の主面に実装されていることを特徴とする。
【００１０】
　この発明に係る内視鏡装置においては、温度検出手段が、撮像部内において、固体撮像
素子と高温発熱部品との間に設けられていることから、温度検出手段を、固体撮像素子に
近接させるとともに、高温発熱部品から離隔させることができる。そのため、温度検出手
段に対する高温発熱部品からの熱の影響を小さくすることができる。また、温度検出手段
が、撮像部内に設けられていることから、撮像部近傍における挿入部の径を小さくするこ
とができる。
　また、この発明に係る内視鏡装置においては、高温発熱部品が他方の主面に実装され、
回路基板を挟んで固体撮像素子と高温発熱部品とが配される。そのため、高温発熱部品か
ら発せられ、固体撮像素子側に伝導しようとする熱が、回路基板によって遮断される。
　これにより、固体撮像素子と高温発熱部品とを離隔させることができるだけでなく、固
体撮像素子周辺に対する高温発熱部品からの熱の影響をさらに小さくすることができる。
【００１１】
 また、本発明に係る内視鏡装置は、前記回路基板が、前記長さ方向と交差する方向に複
数設けられており、前記温度検出手段が、前記一方の主面に実装され、前記高温発熱部品
が、前記温度検出手段が実装された回路基板よりも、前記固体撮像素子に対して遠い側に
配された回路基板の一方の主面または他方の主面に実装されていることを特徴とする。
【００１２】
　この発明に係る内視鏡装置においては、単数または複数の回路基板を挟んで温度検出手
段と高温発熱部品とが配される。そのため、高温発熱部品から発せられ、固体撮像素子側
に伝導しようとする熱が、単数または複数の回路基板によって遮断される。
　これにより、温度検出手段と高温発熱部品とをさらに離隔させることができるだけでな
く、温度検出手段に対する高温発熱部品からの熱の影響をさらに小さくすることができる
。
【００１３】
　本発明に係る内視鏡装置は、被検体に挿入される挿入部と、この挿入部に設けられた撮
像部とを備える内視鏡装置であって、前記撮像部が、前記被検体からの反射光を光電変換
するための固体撮像素子と、この固体撮像素子の周辺の温度を検出する温度検出手段と、
前記固体撮像素子に電気的に接続された回路基板と、この回路基板に設けられた電子部品
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のうち、発熱量の多い高温発熱部品と、を備え、前記温度検出手段は、前記撮像部内にお
いて、前記固体撮像素子と前記高温発熱部品との間で、且つ、前記高温発熱部品と離隔し
た領域に設けられ、前記回路基板が、前記固体撮像素子の後方において、前記挿入部の長
さ方向に沿って設けられており、前記温度検出手段が、前記回路基板のうち、前記固体撮
像素子に近い側に配された近接領域に実装され、前記高温発熱部品が、前記回路基板のう
ち、前記近接領域よりも前記固体撮像素子に対して遠い側に配された離隔領域に実装され
ていることを特徴とする。
【００１４】
　この発明に係る内視鏡装置においては、温度検出手段が、撮像部内において、固体撮像
素子と高温発熱部品との間に設けられていることから、温度検出手段を、固体撮像素子に
近接させるとともに、高温発熱部品から離隔させることができる。そのため、温度検出手
段に対する高温発熱部品からの熱の影響を小さくすることができる。また、温度検出手段
が、撮像部内に設けられていることから、撮像部近傍における挿入部の径を小さくするこ
とができる。
　また、この発明に係る内視鏡装置においては、温度検出手段が近接領域に実装され、高
温発熱部品が離隔領域に実装される。そのため、温度検出手段を、固体撮像素子に近接さ
せるとともに、高温発熱部品から離隔させることができる。また、温度検出手段の撮像部
内での位置のばらつきを抑制することができ、安定的かつ容易に組み立てることができる
。
【００１５】
　また、本発明に係る内視鏡装置は、前記回路基板が複数設けられ、前記固体撮像素子の
後方において、前記挿入部の長さ方向に沿って対向して配されており、前記温度検出手段
は、一の回路基板のうち前記固体撮像素子に近い側に配された近接領域に実装され、前記
高温発熱部品は、他の回路基板のうち前記近接領域よりも前記固体撮像素子に対して遠い
側に配された離隔領域に実装されていることを特徴とする。
【００１６】
　本発明に係る内視鏡装置は、被検体に挿入される挿入部と、この挿入部に設けられた撮
像部とを備える内視鏡装置であって、前記撮像部が、前記被検体からの反射光を光電変換
するための固体撮像素子と、この固体撮像素子の周辺の温度を検出する温度検出手段と、
　前記固体撮像素子に電気的に接続された回路基板と、この回路基板に設けられた電子部
品のうち、発熱量の多い高温発熱部品と、を備え、前記温度検出手段は、前記撮像部内に
おいて、前記固体撮像素子と前記高温発熱部品との間で、且つ、前記高温発熱部品と離隔
した領域に設けられ、前記回路基板は、前記固体撮像素子の後方において、前記挿入部の
長さ方向と交差する方向に向けられるとともに、前記温度検出手段と前記高温発熱部品と
を熱的に遮断するために、前記温度検出手段と前記高温発熱部品との間に設けられている
ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、温度検出手段に対する高温発熱部品からの熱の影響を小さくすること
ができ、撮像部近傍における挿入部の径を小さくすることができることから、固体撮像素
子の周辺の温度を高精度に検出することができだけでなく、挿入部の細径化を容易にする
ことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
（実施形態１）
　以下、本発明の第１実施形態における内視鏡装置について、図面を参照して説明する。
　図１は、本発明の実施形態としての内視鏡装置１を示したものである。
　内視鏡装置１は、被検体に挿入される挿入部２と、この挿入部２を収納する本体収納ボ
ックス３とを備えている。
【００１９】
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　本体収納ボックス３は、蓋部６と本体部７とを備えており、これら蓋部６と本体部７と
が相互に開閉可能に取り付けられている。本体部７の内部には、回転可能な円柱状の巻き
取りドラム１２が設けられている。巻き取りドラム１２の一端面は、本体収納ボックス３
の側面から外部に露出しており、その一端面にはハンドル１３が設けられている。巻き取
りドラム１２の空間内部には、照明光を供給する光源部（図示せず）と、後述するＣＣＤ
２８（図２に示す）に対する信号処理を行うＣＣＵ（図示せず）と、挿入部２の湾曲部２
１を電動で湾曲駆動する駆動機構を備えた電動湾曲装置（図示せず）と、湾曲部２１の湾
曲状態を制御する電動湾曲回路部（図示せず）等が収納されている。また、本体部７の天
面７ａには、画像を表示するためのモニタ８と、挿入部２の操作を行うためのリモコン１
１とが設けられている。
　なお、符号１６は運搬用のキャスターを示すものである。
【００２０】
　また、上述の挿入部２は長尺状に形成されており、この挿入部２の後端は、開口部１８
を介して巻き取りドラム１２に取り付けられている。これにより、挿入部２は、開口部１
８を介して引っ張り出すことにより、本体収納ボックス３から外方に延びるようになって
おり、逆に、ハンドル１３に手をあてがい、巻き取りドラム１２を回転させることにより
、巻き取りドラム１２に巻き取られ、本体収納ボックス３に収納されるようになっている
。
【００２１】
　一方、挿入部２の先端部近傍には、湾曲可能な湾曲部２１が設けられている。湾曲部２
１は、リモコン１１を操作することにより、所望の方向に湾曲するようになっており、こ
れにより、挿入部２の先端が、湾曲部２１を介して所望の方向に向けられるようになって
いる。湾曲部２１の先端には、円筒状に形成された先端筒状部２２が設けられている。先
端筒状部２２の内部には、図２に示すように、被検体の観察画像を得るための撮像部２３
が設けられている。撮像部２３は、先端筒状部２２内に取り込まれた被検体からの反射光
を光電変換するＣＣＤ（固体撮像素子）２８、第一ＣＣＤ基板（回路基板）３３及び第二
ＣＣＤ基板（回路基板）３４を備えている。
【００２２】
　これらＣＣＤ２８、第一ＣＣＤ基板３３及び第二ＣＣＤ基板３４は、挿入部２の長さ方
向に向けられた軸線Ｌと直交する方向に向けられており、それらが互いに平行になるよう
にして配されている。第一ＣＣＤ基板３３及び第二ＣＣＤ基板３４は、ＣＣＤ２８の後方
（挿入部２の基端側）に配されている。第一ＣＣＤ基板３３は、ＣＣＤ２８の側に向けら
れてＣＣＤ２８と対向する一方の主面３３ａと、ＣＣＤ２８の反対側に向けられて一方の
主面３３ａの反対側に配された他方の主面３３ｂとを備えている。同様にして、第二ＣＣ
Ｄ基板３４は、ＣＣＤ２８の側に向けられた一方の主面３４ａと、一方の主面３４ａの反
対側に配された他方の主面３４ｂとを備えている。第一ＣＣＤ基板３３の一方の主面３３
ａと、第二ＣＣＤ基板３４の他方の主面３４ｂとには、ノイズ軽減用コンデンサなどの一
般電子部品７５が実装されている。
　これらＣＣＤ２８、第一ＣＣＤ基板３３及び第二ＣＣＤ基板３４からの電気信号は、信
号線３１を介して出力されるようになっている。
【００２３】
　また、撮像部２３は、ＣＣＤ２８の前方（挿入部２の先端側）に設けられて、ＣＣＤ２
８の撮像面を保護するカバーガラス３７を備えている。これらＣＣＤ２８及びカバーガラ
ス３７は、略半円筒状の撮像カバー４１内に配されている。撮像カバー４１はＣＣＤ２８
及びカバーガラス３７を保護するためのものである。
　カバーガラス３７の前方には、先端筒状部２２内に取り込まれた被検体からの反射光の
うち赤外線をカットするための光学フィルタ３８が設けられている。光学フィルタ３８は
、筒状のフィルタ支持枠４２内に配されており、このフィルタ支持枠４２により支持され
ている。
【００２４】
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　光学フィルタ３８の前方には、先端筒状部２２内に取り込まれた被検体からの反射光を
ＣＣＤ２８の撮像面に結像させるための対物光学系４３が設けられている。対物光学系４
３は、筒状の光学支持枠４６内に配されており、この光学支持枠４６により支持されてい
る。光学支持枠４６の後端には、上述のフィルタ支持枠４２が設けられ、フィルタ支持枠
４２の後端に、撮像カバー４１が設けられている。すなわち、これら光学支持枠４６、フ
ィルタ支持枠４２及び撮像カバー４１は一体的に成形されている。
　また、対物光学系４３の前方には、対物光学系４３の前面を保護する光学系カバーガラ
ス４７が設けられている。
【００２５】
　また、先端筒状部２２の内部には、光源部から発せられた光を、先端筒状部２２の先端
まで伝達する挿入側ライトガイド５７が設けられている。挿入側ライトガイド５７の先端
には、照明系カバーガラス４８が設けられている。
　また、先端筒状部２２の外周面には、先端筒状部２２内を水密に保持するためのＯリン
グ５１が設けられている。さらに、先端筒状部２２の外周面には、直視用の光学アダプタ
５６を取り付けるための雄ネジ部５２が設けられている。
【００２６】
　光学アダプタ５６は、略円筒状に形成されたアダプタ本体部６１と取付フード部６２と
を備えている。これらアダプタ本体部６１と取付フード部６２とは、同一軸線上に、かつ
互いに回転可能に連結されている。
　アダプタ本体部６１内には、略円筒状の支持部材６３が同心上に設けられている。支持
部材６３の内部には、画角や明るさなどを調整するための対物レンズ６６が設けられてい
る。また、支持部材６３の先端には、被検体からの反射光を取り込むための観察窓５８と
、この観察窓５８の近傍に設けられた照明用レンズ６７とが設けられている。この照明用
レンズ６７の後端側には、アダプタ本体部６１の後端面から延びるアダプタ側ライトガイ
ド６８が設けられている。アダプタ側ライトガイド６８は、光学アダプタ５６が挿入部２
に取り付けられたときに、挿入側ライトガイド５７とつながるようになっている。
【００２７】
　また、上述の取付フード部６２の内周面のうち、その後端部には、全周にわたって延び
る第一雌ネジ部７１が形成されている。さらに、第一雌ネジ部７１から先端側に所定の間
隔を空けて第二雌ネジ部７２が形成されている。
　このような構成のもと、挿入部２の先端を光学アダプタ５６の後端に挿入し、取付フー
ド部６２を回転させると、まず雄ネジ部５２と第一雌ネジ部７１とが螺合するようになっ
ている。さらに取付フード部６２を回転させると、雄ネジ部５２は、第一雌ネジ部７１を
乗り越えて、第二雌ネジ部７２に螺合し、これにより、光学アダプタ５６が挿入部２の先
端に着脱可能に取り付けられるようになっている。すなわち、第一雌ネジ部７１は、光学
アダプタ５６が挿入部２から脱落するのを防止するための抜け止めとして機能するもので
ある。
【００２８】
　さらに、本実施形態における撮像部２３内には、ＣＣＤ２８の周辺の温度を検出する温
度検出手段７６が設けられている。そして、温度検出手段７６が撮像部２３内に配される
ことにより、撮像部２３周りの挿入部２は可及的に薄肉にして形成されている。温度検出
手段７６は、サーミスタを備え、このサーミスタの抵抗値から、ＣＣＤ２８の周辺の温度
を検出するようになっている。
　また、第二ＣＣＤ基板３４の一方の主面３４ａには、一般電子部品７５よりも発熱量の
多い電子部品であるHＩＣ（Ｈｙｂｒｉｄ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）７
９が実装されている。ＨＩＣ７９は、軸線Ｌ上に配されている。また、ＨＩＣ７９は、第
一ＣＣＤ基板３３及び第二ＣＣＤ基板３４に実装された各種電子部品の中で最も発熱量が
多い部品であり、高温発熱部品として機能するものである。このＨＩＣ７９は、光電変換
によって得られた電気信号を増幅する増幅アンプ機能と、ＣＣＤ２８の駆動パルスの波形
を整形する波形整形機能とを備えている。



(8) JP 4823598 B2 2011.11.24

10

20

30

40

50

【００２９】
　また、撮像部２３内におけるＣＣＤ２８とＨＩＣ７９との間には、中間領域Ａが形成さ
れており、この中間領域Ａに温度検出手段７６が設けられている。また、温度検出手段７
６は、中間領域Ａ内の軸線Ｌ上において、ＣＣＤ２８に近接させて設けられており、樹脂
によって固定されている。すなわち、温度検出手段７６は、ＣＣＤ２８と、このＣＣＤ２
８に最も近くに配された第一ＣＣＤ基板３３の一方の主面３３ａと、の間に設けられ、Ｈ
ＩＣ７９は、第一ＣＣＤ基板３３よりも、ＣＣＤ２８に対して遠い側に配された第二ＣＣ
Ｄ基板３４の一方の主面３４ａに設けられている。これにより、温度検出手段７６とＨＩ
Ｃ７９とは、互いに、第一ＣＣＤ基板３３を挟んで配されている。
【００３０】
　次に、このように構成された本実施形態における内視鏡装置１の作用について説明する
。
　まず、キャスター１６を利用して、本体収納ボックス３を被検体の近傍に移動させて蓋
部６を開く。そして、挿入部２を引っ張り出し、挿入部２の先端に光学アダプタ５６を取
り付ける。それから、光源部を駆動すると、光源部から発せられた光が、挿入側ライトガ
イド５７及びアダプタ側ライトガイド６８を介して、照明用レンズ６７から照射される。
この状態から挿入部２を被検体に挿入する。この挿入の間、温度検出手段７６の抵抗値が
算出され、その抵抗値から温度検出手段７６周辺の温度が検出される。これにより、ＣＣ
Ｄ２８が適正に動作する許容温度を越えないように操作者に知らしめることができる。
【００３１】
　それから、被検体からの反射光が観察窓５８を介して光学アダプタ５６に取り込まれる
。この取り込まれた反射光は、対物レンズ６６及び対物光学系４３を介して、先端筒状部
２２内のＣＣＤ２８上において結像する。そして、ＣＣＤ２８、第一ＣＣＤ基板３３及び
第二ＣＣＤ基板３４からの出力信号が、信号線３１を介して、信号処理を行うＣＣＵに送
られて、さらにモニタ８に供給される。これにより、モニタ８に観察画像が映し出され、
この観察画像を見ながら、被検体の所定の検査が行われる。
【００３２】
　ここで、従来は、温度検出手段７６による温度検出の際、発熱量の最も多いＨＩＣ７９
から発せられる熱の影響が考慮されていなかった。しかしながら、温度検出手段７６がＨ
ＩＣ７９からの熱の影響を受けると、精度の良い検出を行うことができなくなってしまう
。本実施形態においては、以下のようにして、高精度な温度検出が行われる。
　すなわち、温度検出手段７６が中間領域Ａに配されていることから、温度検出手段７６
がＣＣＤ２８に近接されるとともに、ＨＩＣ７９から離隔される。また、温度検出手段７
６とＨＩＣ７９とが、第一ＣＣＤ基板３３を挟んで配されることから、ＨＩＣ７９から発
せられＣＣＤ２８側に伝導しようとする熱が、第一ＣＣＤ基板３３によって遮断される。
【００３３】
　以上より、本実施形態における内視鏡装置１によれば、温度検出手段７６が中間領域Ａ
に配され、温度検出手段７６がＣＣＤ２８に近接されることから、ＣＣＤ２８のなるべく
近くの温度を検出することができる。また、温度検出手段７６がＨＩＣ７９から離隔され
ることから、ＨＩＣ７９からの熱の影響を小さくすることができる。さらに、温度検出手
段７６が、撮像部２３内に設けられていることから、撮像部２３周りの挿入部２を従来よ
りも薄肉にすることができる。そのため、ＣＣＤ２８の周辺の温度を高精度に検出するこ
とができだけでなく、挿入部２の細径化を容易にすることができる。
【００３４】
　また、温度検出手段７６とＨＩＣ７９との間に第一ＣＣＤ基板３３が配されることから
、ＨＩＣ７９からの熱を遮断することができ、温度検出手段７６に対する熱の影響をさら
に小さくすることができる。そのため、さらに高精度に温度検出を行うことができる。
　さらに、温度検出手段７６及びＨＩＣ７９が、軸線Ｌ上に配されていることから、ＣＣ
Ｄ２８周辺の温度の偏りによる誤差を抑えることができ、そのため、検出結果のばらつき
を抑え、検出精度を向上させることができる。
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【００３５】
　なお、本実施形態においては、温度検出手段７６及びＨＩＣ７９を軸線Ｌ上に設けると
したが、これに限ることはなく、それら位置は適宜変更可能である。例えば、温度検出手
段７６を、図２に対して軸線Ｌより上方に配し、ＨＩＣ７９を軸線Ｌより下方に配するよ
うにしてもよい。これにより、温度検出手段７６とＨＩＣ７９との距離をさらに離すこと
ができ、ＨＩＣ７９からの熱の影響を抑えることができる。このように、「ＣＣＤ２８と
ＨＩＣ７９との間」とは、それらＣＣＤ２８とＨＩＣ７９とに挟まれた軸線Ｌ上の位置に
限ることはなく、ＣＣＤ２８とＨＩＣ７９とに挟まれた撮像部２３内の全領域を含むもの
である。
【００３６】
　また、ＨＩＣ７９を第二ＣＣＤ基板３４の一方の主面３４ａに設けるとしたが、これに
限ることはなく、第一ＣＣＤ基板３３の他方の主面３３ｂや、第二ＣＣＤ基板３４の他方
の主面３４ｂに設けるようにしてもよい。
　また、ＣＣＤ基板を、第一ＣＣＤ基板３３及び第二ＣＣＤ基板３４の二つ設けているが
、これに限ることはなく、その設置数は適宜変更可能である。
【００３７】
（実施形態２）
　次に、本発明の第２の実施形態について説明する。
　図３及び図４は、本発明の第２の実施形態を示したものである。
　図３及び図４において、図１及び図２に記載の構成要素と同一部分については同一符号
を付し、その説明を省略する。
　この実施形態と上記第１の実施形態とは基本的構成は同一であり、ここでは異なる点に
ついて説明する。
【００３８】
　本実施形態においては、温度検出手段７６が、第一ＣＣＤ基板３３の一方の主面３３ａ
に実装されている。また、図４に示すように、第一ＣＣＤ基板３３において、一般電子部
品７５や温度検出手段７６のＧＮＤが共通にして構成されている。同様にして、第二ＣＣ
Ｄ基板３４においても、ＧＮＤが共通にして構成されている。すなわち、ＧＮＤ８０は、
ＣＣＤ２８のリード８１によって、第二ＣＣＤ基板３４のＧＮＤに導通し、さらに信号線
３１の図示しないＧＮＤ線を介して図示しない本体ＧＮＤへ接地されている。なお、符号
８４はパターンを示すものであり、符号８５は絶縁コートを示すものである。
【００３９】
　以上より、本実施形態における内視鏡装置１によれば、温度検出手段７６が第一ＣＣＤ
基板３３の一方の主面３３ａに実装されることから、温度検出手段７６の撮像部２３内で
の位置のばらつきを抑制することができ、配線の短絡などを防止することができる。その
ため、温度検出結果の製品ごとのばらつきを抑え、品質を向上させることができるだけで
なく、挿入部２の組み立てを安定的かつ容易に行うことができる。
　また、ＧＮＤ８０を共通にしていることから、ＧＮＤ線を減少させることができる。そ
のため、挿入部２のさらなる細径化を図ることができるだけでなく、湾曲性能を向上させ
ることができる。
　なお、第一ＣＣＤ基板３３をＣＣＤ２８になるべく近接させることにより、ＣＣＤ２８
と温度検出手段７６とを近づけることができ、検出精度を向上させることができる。
【００４０】
（実施形態３）
　次に、本発明の第３の実施形態について説明する。
　図５は、本発明の第３の実施形態を示したものである。
　この実施形態と上記第２の実施形態とは基本的構成は同一であり、ここでは異なる点に
ついて説明する。
　本実施形態においては、温度検出手段７６が第一ＣＣＤ基板３３の一方の主面３３ａに
実装されているだけでなく、ＨＩＣ７９が第二ＣＣＤ基板３４の他方の主面３４ｂに実装
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されている。そのため、第一ＣＣＤ基板３３及び第二ＣＣＤ基板３４を挟んで、温度検出
手段７６とＨＩＣ７９とが配される。
【００４１】
　以上より、ＨＩＣ７９から発せられ、ＣＣＤ２８側に伝導しようとする熱を確実に遮断
することができ、検出精度をさらに向上させることができる。
　なお、複数のＣＣＤ基板を設置する場合、温度検出手段７６を、ＣＣＤ２８に最も近く
に配されたＣＣＤ基板の一方の主面に実装するとともに、ＨＩＣ７９を、ＣＣＤ２８に対
して最も遠くに配されたＣＣＤ基板の他方の主面に実装するようにする。これにより、温
度検出手段７６とＨＩＣ７９とを可及的に離隔させることができるだけでなく、温度検出
手段７６とＨＩＣ７９との間に複数のＣＣＤ基板を配することができる。
【００４２】
（実施形態４）
　次に、本発明の第４の実施形態について説明する。
　図６は、本発明の第４の実施形態を示したものである。
　本実施形態においては、第一ＣＣＤ基板８８と第二ＣＣＤ基板８９とが、ＣＣＤ２８の
後方において、軸線Ｌに沿って互いに平行に配置されている。すなわち、第一ＣＣＤ基板
８８と第二ＣＣＤ基板８９とが、軸線Ｌに平行に向けられて、軸線Ｌを挟んで互いに対向
して配置されている。
【００４３】
　第一ＣＣＤ基板８８の実装面のうち、ＣＣＤ２８に近い側に配された領域が近接領域８
８ａとなり、この近接領域８８ａよりもＣＣＤ２８に対して遠い側に配された領域が離隔
領域８８ｂとなる。同様にして、第二ＣＣＤ基板８９の実装面も、近接領域８９ａと離隔
領域８９ｂとなる。
　第一ＣＣＤ基板８８の近接領域８８ａには、温度検出手段７６が実装されており、離隔
領域８８ｂには、ＨＩＣ７９が実装されている。すなわち、温度検出手段７６は、中間領
域Ａ内において、ＣＣＤ２８に近接されて近接領域８８ａに実装されている。
【００４４】
　以上より、温度検出手段７６を、ＣＣＤ２８に近接させるとともに、ＨＩＣ７９から離
隔させることができる。また、温度検出手段７６の撮像部２３内での位置のばらつきを抑
制することができ、安定的かつ容易に組み立てることができる。
　なお、本実施形態においては、温度検出手段７６を第一ＣＣＤ基板８８の近接領域８８
ａに実装するとしたが、これに限ることはなく、その設置位置は中間領域Ａ内において適
宜変更可能である。例えば、上記第１の実施形態に示すように、温度検出手段７６をＣＣ
Ｄ２８に近接させて樹脂により固定するようにしてもよい。また、温度検出手段７６を、
図６に対して軸線Ｌの上方に設けるようにしてもよい。これにより温度検出手段７６とＨ
ＩＣ７９とをさらに離隔させることができる。
【００４５】
 また、ＨＩＣ７９を、第一ＣＣＤ基板８８の離隔領域８８ｂに実装するとしたが、これ
に限ることはなく、例えば、図７に示すように、ＨＩＣ７９を、第二ＣＣＤ基板８９の離
隔領域８９ｂに実装するようにしてもよい。すなわち、温度検出手段７６を、第一ＣＣＤ
基板（一の回路基板）８８の近接領域８８ａに実装し、ＨＩＣ７９を、第二ＣＣＤ基板（
他の回路基板）８９の離隔領域８９ｂに実装するようにする。これにより、温度検出手段
７６とＨＩＣ７９とをさらに離隔させることができるだけでなく、温度検出手段７６に対
すＨＩＣ７９からの熱の影響をさらに小さくすることができる。
【００４６】
　なお、上記第１から第４の実施形態においては、温度検出手段７６がサーミスタを備え
るとしたが、これに限ることはなく、熱伝対やダイオードなどの他の温度検出素子を用い
てもよい。
　また、高温発熱部品としてＨＩＣ７９を設けるとしたが、これに限ることはなく他の電
子部品であってもよい。
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　さらに、光学アダプタ５６を直視用としたが、これに限ることはなく、側視用としても
よい。
　また、本発明の技術範囲は上記の実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を
逸脱しない範囲において、種々の変更を加えることが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】本発明に係る内視鏡装置の第１の実施形態を示す全体構成図である。
【図２】図１の挿入部の先端に光学アダプタが取り付けられたときの様子を示す図であっ
て、挿入部及び光学アダプタの側断面図である。
【図３】本発明に係る内視鏡装置の第２の実施形態の要部を示す図であって、挿入部及び
光学アダプタの側断面図である。
【図４】図３の第一ＣＣＤ基板の実装面を示す正面図である。
【図５】本発明に係る内視鏡装置の第３の実施形態の要部を示す図であって、挿入部及び
光学アダプタの側断面図である。
【図６】本発明に係る内視鏡装置の第４の実施形態の要部を示す図であって、挿入部及び
光学アダプタの側断面図である。
【図７】図６の撮像部の変形例を示す断面図である。
【符号の説明】
【００４８】
１　　内視鏡装置
２　　挿入部
２３　撮像部
２８　ＣＣＤ（固体撮像素子）
３３，８８　第一ＣＣＤ基板（回路基板）
３３ａ，３４ａ　一方の主面
３４，８９　第二ＣＣＤ基板（回路基板）
３３ｂ，３４ｂ　他方の主面
７５　一般電子部品
７６　温度検出手段
７９　ＨＩＣ（高温発熱部品）
８８ａ，８９ａ　近接領域
８８ｂ，８９ｂ　離隔領域
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